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(57) Abstract: In order to ensure manufactura- 
bility of electronic circuits with conductor strips 
having a copper width of over 105 microns, 
a new series of patterns has been designed 
for each of the components. A copper surface 
has been added to said components to receive 
the adhesive drops thereby compensating for 
the height difference if the copper surface is 
bigger than 105 microns. If the width of the 
areas of the electronic component which are 
to be connected to the conductive coating of 
the printed circuit had a width a,, the width 
according to the invention is now a 2 , thereby 
making it possible to deposit the corresponding 
adhesive material in said strip having width a 2 . 

(57) Resumen: Para asegurar la fabricabilidad de circuitos electronicos con sus pistas conductors de mas de 105 micras de espesor 
de cobre, se ha disenado una serie de nuevas figuras para cada uno de los componentes a los cuales se ha anadido una superficie 
de cobre dedicada a soportar las gotas de adhesivo y de esta forma salvar la diferencia de altura que representa el cobre cuando es 
superior a 105 micras, es decir, si la anchura de las zonas de los componentes electronicos destinadas a sohdarlzarse con la capa 
conductora del circuito impreso eran de anchura z u lo que es el objeto de la presente solicitud han sido disenadas de una anchura a,, 
ya que de esta forma es posible el depositar en esta franja de anchura a 2 el correspondiente material adhesivo. 




WO 00/76280 



PCTYES00/0O151 



- 1 - 

"DTSENO de patterns de componentes electronicos sobre una 

CAPA DE COBRE DE 400 MICRAS EN LOS CIRCUITOS IMPRESOS" 

Mds concretamente, la invenci6n se refiere a un 
5 ensanchamiento de las zonas de contacto dispuestas en los 
circuitos impresos y de sus zonas conductoras para recibir 
las partes conductoras de los componentes electr<5nicos los 
cuales se desean incorporar a dicho circuito impreso. 

Los circuitos impresos tal y como es ya conocido est£n 

10 formados por un sustrato de material diel^ctrico, sobre el 
cual se imprimen las correspondientes pistas de material 
conductor, tal como el cobre, aluminio o similar, sobre 
dicho circuito impreso se incorporan posteriormente los 
correspondientes componentes electrdnicos que el circuito 

15 precise para servir a los fines encomendados , para ello y 
entre las pistas de material conductor se deposita material 
adherente, el cual permite que los componentes electr6nicos 
se sustenten en la misma previamente enganchados al cobre 
para poder entrar en el proceso de soldadura por ola sin 

20 que los mismos caigan antes de ser soldados, lo cual se 
produce por los extremos de las partes conductoras, 
finalizando as! el proceso de incorporaci6n de dichos 
componentes en los circuitos impresos. 

Dicho proceso que se puede considerar como 

25 convencional , es el utilizado en la industria electr6nica 
y no presenta ninguna dificultad especial cuando se trabaja 
con circuitos impresos de hasta 105 micras de cobre en las 
pistas conductoras, pero cuando se intenta hacer la misma 
operaci6n en dichos circuitos impresos con capas 

30 conductoras de m3s de 105 micras de espesor de cobre, esta 
misma operaci6n se vuelve casi imposible de realizar con 
los actuales sistemas y t^cnicas de producci6n. 

Para solucionar este problema y asegurar la 
f abricabilidad de circuitos electr6nicos con sus pistas 
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conductoras de mas de 105 micras de espesor de cobre , se ha 
disenado una serie de nuevas figuras para cada uno de los 
componentes a los cuales se ha anadido una superficie de 
cobre dedicada a soportar las gotas de adhesivo y de esta 
forma salvar la diferencia de altura que representa el 
cobre cuando es superior a 105 micras, es decir, si la 
anchura de las zonas del componente electr6nicos destinadas 
a solidarizarse con la capa conductora del circuito impreso 
eran de anchura a u lo que es el objeto de la presente 
solicitud han sido disenadas de una anchura a 2 , ya que de 
esta forma es posible el depositar en esta franja de 
anchura a 2 el correspondiente material adhesivo que 
anteriormente se depositaba entre las zonas conductoras, 
tal y como puede verse en las figuras, posibilitando de 
esta forma que el componente electr6nico quede 
provisionalmente pegado a la placa de circuito impreso 
hasta entrar en la fase de soldadura por ola. 

Otros detalles y caracteristicas de la actual 
solicitud de Patente de Invencidn, se iran poniendo de 
manifiesto en el transcurso de la descripci6n que a 
continuaci6n se da, en la que se hace referencia a las 
figuras que en esta memoria se acompanan en la que, se 
representan los detalles referidos. Estos detalles se dan 
a titulo de ejemplo, haciendo referencia a un caso posible 
de realizaci6n practica, pero no queda limitado a los 
detalles que ahl se exponen; por tanto esta descripci6n 
debe ser considerada desde punto de vista ilustrativo y sin 
limitaciones de ninguna clase. 

Sigue a continuaci6n una relaci6n detallada de los 
diversos elementos que se citan en la presente solicitud de 
Patente de Invenci6n, (10) circuito impreso (11) sustrato 
de material, (12) pista de material conductor, (13) 
componente electr6nico, (13.1) parte electr6nica, (13.2) 
parte conductora, (14) adhesivo, (15) soldadura. 
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La figura nQ 1 es una vista frontal en alzado 
esquematizada de una placa de circuito impreso (10) con 
pista de cobre (12) menor de 105 micras sobre la cual debe 
incorporarse un componente electr6nico (13), depositando 
5 entre las pistas de cobre (12) un adhesivo (14). 

La figura nQ 2 es una vista an^loga a la de la figura 
nQ i # pero en un momento posterior, es decir, cuando al 
incorporarse el componente electr6nico (13) a la pista de 
cobre (12) y quedar solidarizada en el mismo con el auxilio 

10 del adhesivo (14) posteriormente es soldado por m^todos 
convencionales y depositado el material de soldado, tal 
como estano o similar (15), quedando incorporado de forma 
meccinica y electrica, dicho componente electronico (13) a 
la placa de circuito impreso (10). 

15 La figura nQ 3 es una vista frontal en alzado 

esquematizada an^loga a la de la figura nQ 1, pero cuando 
la pista de cobre o material conductor en vez de ser de 
altura hj es de altura h 2 . 

La figura nQ 4 es una vista frontal en alzado analoga 

20 a la de la figura nQ 3, en la que la parte conductora (12) 
se ha ensanchado en una magnitud (a 2 -aj), con el fin de que 
cuando se desee incororporar un componente electr6nico (13) 
el adhesivo (14) no se derrame por toda la parte 
conductora . 

25 La figura nQ 5 es una vista frontal en alzado analoga 

a la de la figura nQ 3, pero en un momento posterior cuando 
el componente electronico (13) ha quedado debidamente 
solidarizado y soldado a la pista de cobre (12) de espesor 
mayor de 105 micras y altura h 2 , 

30 En una de la realizaciones preferidas de lo que es el 

objeto de la presente solicitud y tal y como puede verse en 
las figuras nQ 3 y 4, cuando se desea incorporar un 
componente electr6nico (13) a una placa de circuito impreso 
(10) y cuando la misma es de las que est^n formadas por una 
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pista de cobre o material conductor cuya espesor h 2 es 
mayor de 105 micras, los metodos convencionales resenados 
en las figuras nQ 1 y 2 no son posibles, es decir como 
consecuencia de la diferencia de alturas de h 2 respecto a 
5 hj deberian incorporarse una gota de cola (14) de diametro 
muy grande, lo que daria origen a que parte de la misma se 
desparramara sobre la capa (12) y se distribuyera 
irregularmente sobre la zona (13.2) o parte conductora del 
componente electr6nico que debe soldarse posteriormente , 
10 tal y com puede verse en la figura nQ 3. 

Para evitar estos inconvenientes , se han disenado unos 
pads, es decir, unas zonas para entintar o recibir una capa 
de adhesive de mayor super ficie, de manera que si en un 
componente convencional era a { con el nuevo diseno es a 2 , 
15 vease figura nQ 5, es decir mayor que a { y como 
consecuencia puede depositarse el adhesivo directamente en 
esta zona de la capa conductora o pista de cobre (12) para 
que quede solidarizado el componente electr6nico (13) para 
posteriormente recibir la soldadura (15) por los metodos 
20 convencionales. 

En definitiva, la invenci6n se concreta en un aumento 
de anchura de los pads de los componentes electr6nicos (13) 
mayores capaces de esta forma de permitir la deposici6n de 
las gotas de adhesivo sobre la capa conductora (12) y de 
25 esta forma salvar la diferencia de altura que representa la 
pista de cobre cuando la misma es superior a 105 micras. 

Descrito suf icientemente en que consiste la presente 
solicitud de patente de invenci6n en correspondencia con 
los pianos ad juntos, se comprende que podra introducirse en 
30 la misma cualesquiera modif icaciones de detalle que se 
estimen convenientes , siempre y cuando no altere la esencia 
de la presente patente de invenci6n que queda resumida en 
las siguientes. reivindicaciones . 
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REIVINDICACIONES 

la - "DISENO DE PATTERNS DE COMPONENTES ELECTRONICOS 
SOBRE UNA CAPA DE COBRE DE 400 MICRAS EN LOS CIRCUITOS 
IMPRESOS" de los que estan formados un sustrato de material 
5 diel6ctrico (11), sobre el cual se dibujan y construyen las 
pistas (12) de material conductor, tal como el cobre, 
aluminio o similar, depositando entre dichas pistas (12) un 
material adhesivo (14) con el fin de solidarizar a 
componentes electrdnicos (13) como paso previo para que una 
10 vez adheridos los mismos a la pista de material conductor 

(12) recibir el correspondiente material de soldadura (15) 
en un proceso de soldadura por ola, caracter izado en que en 
los circuitos impresos (10) en que la capa de material 
conductor o pista de cobre (12) ser^n h 2 mayor que hj y los 

15 pads correspondientes de anchura aj ser£n de una anchura 
superior a 2 . 

2a - "DISENO DE PATTERNS DE COMPONENTES ELECTRONICOS 
SOBRE UNA CAPA DE COBRE DE 400 MICRAS EN LOS CIRCUITOS 
IMPRESOS" segun la la reivindicaci6n caracterizado en que 
20 las partes conductoras (13,2) de componentes electr6nicos 

(13) serein de una anchura a 2 cuando las capas conductoras 
de cobre (12) sean de una altura h 2 mayor de 105 micras. 
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